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components and ferrite materials.

4
.

Magnetic

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1999. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) addition of allowable areas of chips for EC-cores in Table 3,
b) addition of crystallites in 4.5 and pores in 4.6.
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FERRITE CORES - GUIDELINES ON
THE LIMITS OF SURFACE IRREGULARITIES -

Part 3: ETD-cores, EER-cores, EC-cores and E-cores

1 Scope

This part of IEC 60424 gives guidelines on allowable limits of surface irregularities applicable

to ETD{cores, EER-cores, EC-cores and E-cores in accordance with the relevant |general
specification.

This stadndard is a specification useful in the negotiations between Bcturers
and cusfomers about surface irregularities.

2 Normative references

The follpwing documents, in whole or in part, are nofmafively re ced’in this docunjent and
are indigpensable for its application. For dated referene e edition cited applies. For
undated references, the Ilatest editio document (includihg any
amendnpents) applies.

IEC 60424-11, Ferrite cores — Guid of surface irregularities —|Part 1:
General specification

IEC 606 es (EC-
cores)

IEC 611 tions —
Dimens

IEC 623

IEC 623

3 Ter

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply

3.1
pore
hole left on the surface of cores after sintering and surface finishing

3.2
crystallite
grain of abnormal size distinguishable on the surface, often with sparkling facets

1 To be published.
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4 Limits of surface irregularities

4.1 Chips and ragged edges
411 General

Chips and ragged edges are defined in IEC 60424-1.

4.1.2 Chips and ragged edges on the mating surfaces

The areas of the chips located on the mating surfaces (chip1 and chip1’ irregularities of
Figures 1 and 2) shall not exceed the following limits:

— the gumulative area of the chips shall be less than 6 % of the m
gapped or ungapped) of the centre leg;

cé (whether

— the [otal length of the ragged edges shall be less than 2538

>of the
releyant surface.

4.1.3 Chips and ragged edges on other surfaces

The allgwable areas of chips are doubled as compate
(see Taple 1 for ETD-cores, Table 2 for EER-cores
cores).

e mating|surface
es and Table |4 for E-

The rulg for ragged edges is the samé

The allgwable areas of chips for a give K arized in Tables 1, 2, 3 and 4.

The cofe sizes given in 2esp to the cores defined in IEQ 61185,

IEC 62317-7, IEC 60647 and | 623178\

abg\z\iv{s f chips for ETD-cores in mm?

ble1 -
Core SM/\ R @ting surfaces Other surfaces
ETD19°\ D <25 <5
51{22\ \ <3,5 <7

TDZN\ <4 <8

ORI\ <6 <125

539 \ <8 <15
ETD42_/ <10 <20
ETD49 <125 <25
ETD54 <17,5 <35

ETD59 <25 < 45
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Table 2 — Allowable areas of chips for EER-cores in mm2

Core size Mating surfaces Other surfaces

EER25,5 <2,5 <5
EER28 <4 <8
EER28L <4 <8
EER35 <6 <12,5
EER39 <7 <15
EER40 <8 <15
EER42 <10 / <2~({
EER49 <12.5 5

Table 3 — Allowable areas of chips for EC-¢ores.ih m

Core size Mating surfaces \ \)the\surfaces
EC35 <4 7N Y\ Y es
EC41 s () N <125
EC52 </8& X\// ( \> <15
2670 N N2s Y ) 25
EC90 /X <\§6 < 50
EC120 & ('\\25 > < 50

9,

N

S
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Table 4 — Allowable areas of chips for E-cores in mm2

Core size Mating surfaces Other surfaces
E5,3/2 <05 <05
E6,3/2 <05 <05

E8/2 <05 <1
E8,3/4 <05 <1
E8,8/2 <05 <1
E10/3 <1 <15
E410 2/58 1 ~ 1\R
E13/4 <1 /\\ <2
E13/6 <1 /\ k?\
E16/4,8 <15 \ \ <§\
E16/5 <15 \ \ <\3\)
E19/5 <15 < \ \ \< 3

E19,3/4,8 <15 I\ \ <3
E20/6 <2 ( (7 \/ <4
E25/7 <ﬁ£ \\// S <7
E25,4/6 &5‘ \ \ )\/ <5

E25,4/6,3 A <\KA\ <5
E30/11 ( <7 > <14
E32/9 /\ /\\ <§§ X <10
E33/13 N N . <7 <14
E34,6/9 L \ <6 <10
E35<0 > z <6 <12,5
e40111 NN <6 <125
E41/1\é \ ] <10 <20

32/4’2/\1{ \ \ <12,5 <25
E\;\z/zc\)\\ \ <15 <30
Mﬁ\ > <15 <30
EB/15 \ <12,5 <25
E55/21 <20 <40
E55/25 25 50
E60/16 <15 <30
E65/27 <30 <60
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Mating surfaces

Chip1'

- Chip2

V Chipt

Ragged

edges
g IEC

Figure 1 — Chip location for ETD-core E S : EC-cores

L5

Ragged
edges

IEC

Figure 2 — Chip location for E-cores

The area and length reference for visual inspection is given in Table 5.
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Table 5 — Area and length reference for visual inspection

Area A B C D E Area A B C D E

05mm’ | e | w = | = | x 125mm’| @ | I | wm | e A

2
1,0 mm ° | - — [N

2
15,0 mm

2
15 mm [} BN == — |

X

e

(MNP 2N
30mm | @ | M | wm == A 67 \
35mm | @ | W | wm | - <:,° mk@;; _-— A
40mm’ | @ | M | W. | — 2\
| o Q£§®‘> H s == A
somm’ @ g\:{%{/%mz ® H = == A
o @ —
NI - emat
oo @M mm e A cor’ @) P A
*|"=rN oore @) [ o — D
100mm” @ | P - —

5mMM m— 7,5 MM m— 10 mm

IEC
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42 C

racks

Cracks are defined in IEC 60424-1.

-11 =

The limits for cracks at various locations shown in Figures 3 or 4 are given in Table 6.

43 F

lash

Flash is defined in IEC 60424-1.

There shall be no flash extending from the core into the wire-slot.

4.4 P

Pull-out

For ETL
less tha

For E-c
area of

ull-outs

5 are defined in IEC 60424-1.

-cores, EER-cores and EC-cores the cumulative area
nh 25 % of the total area of bottom surfaces.

bres the cumulative area of pull-outs of the ¢

h side surface.

&

fess\ thap 25 % of {

shall be

he total
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Example of flash

Pull-out

I-out location for ETD-cores, EER-cores and EC-cofes
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Example of flash

S5

S5

6 — Limits for cracks

Pull-out

pull-out location for E-cores

IEC

e\
AN

N\ wotation

Limits for
single crack

Limits fo
multiple cracks

S1 and 91 \

Wg s}rface of centre post

< 25 % of dimension

w

<50 % of dimension W

S1” Cb(ner of centre post Not acceptable Not acceptable
S2 and §2’ Mng surface of outer leg < 25 % of dimension H < 25 % of dimension H
S2” Side of outer leg < 25 % of dimension H < 25 % of dimensi¢n H
S3 and S3” Centre post < 25 % of dimension W < 25 % of dimension W
S3’ Bottom corner of centre < 25 % of dimension W < 25 % of dimension W
post/back wall and outer
leg/back wall
S4 Bot”tom corner of outer leg/back |[< 25 % of dimension T < 25 % of dimension T
wa
S4’ and S4” Back wall < 25 % of dimension T < 25 % of dimension T
S4°” Back wall < 50 % of dimension W <100 % of dimension W
S5 and S5’ and S5” Outer leg < 50 % of dimension W <100 % of dimension W
S6 Back surface < 50 % of dimension W < 100 % of dimension W
S6’ Back surface < 25 % of dimension W < 25 % of dimension W
S7 Corner of outer leg Not acceptable Not acceptable
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4.5 Crystallites

Crystallites are defined in 3.2.

Figures 5 and 6 show examples of crystallites location on ETD-cores, EER-cores, EC-cores
and E-cores.

— A single area of the crystallites located on any surface shall be less than 2 % of the
respective surface area.

— The cumulative area of the crystallites located on any surface shall be less than 4 % of the
respective surface area.

$ Crystallites

IEC

Figure 6 — Crystallites location for E-cores

4.6 Pores

Pores are defined in 3.1.

Figures 7 and 8 show examples of pores location on ETD-cores, EER-cores, EC-cores and E-
cores.

— The number of pores located on the same surface shall not exceed 2; the total number of
pores located on all surfaces shall not exceed 5.

— A hole with an area larger than 1 mmZ2 on any surface is not acceptable.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NOYAUX FERRITES — LIGNES DIRECTRICES RELATIVES
AUX LIMITES DES IRREGULARITES DE SURFACE -

Partie 3: Noyaux ETD, EER, EC et E
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La Norme internationale IEC 60424-3 a été établie par le comité d’études 51 de I'lEC:
Composants magnétiques et ferrites.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1999. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) ajout d’aires admissibles d’éclats pour les noyaux EC dans le Tableau 3,

b) ajout de cristallites en 4.5 et de pores en 4.6.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

51/1099/FDIS 51/1114/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une list s—tes—parties—deta—sérietHEC60424publides—sous
ferrites |- Lignes directrices relatives
consultée sur le site web de I'lEC.

Le titre les normes existant déja dans cette série sera mis a jo{r lo

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne~sera™pg
stabilité| indiquée sur le site web de I'lEC sous "h
relatives a la publication recherchée. A cette date, I3

e reconduite,
e supprimée,

e remplacée par une édition révisée,

&

e amepdée.

Noyaux
but étre

iFdessus.

pdition.

date de
onnées
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NOYAUX FERRITES - LIGNES DIRECTRICES RELATIVES

AUX LIMITES DES IRREGULARITES DE SURFACE -

Partie 3: Noyaux ETD, EER, EC et E

1 Domaine d’application

La présente partie de I'lEC 60424 donne des lignes directrices relatives aux

limites

admissibles des irregularitées de surface applicables aux noyaux ET,
conformément a la spécification générale applicable.

La présente norme est une spécification utile aux négociations entre
en ferritp et leurs clients a propos d'irrégularités de surface.

2 Réflérences normatives

Les doduments suivants sont cités en référence de
partie, dans le présent document et sont indiSpe
référenges datées, seule I'édition citee s’ i

derniérs

IEC 604
surface

IEC 60
(noyaux

IEC 611
Dimens

IEC 62
seulemse

IEC 6231

3 Ter

R, E

C et E,

Phoyaux

£ ou en
our les
ées, la
ements).
rités de
ntations
htions —

anglais

ement)

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
pore
orifice laissé a la surface des noyaux apres frittage et traitement de surface

3.2
cristallite

grain de taille anormale reconnaissable en surface, souvent a facettes étincelantes

1A paraitre.
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4 Limites des irrégularités de surface

4.1 Eclats et angles ébréchés
411 Généralités

Eclats et angles ébréchés sont définis dans I'l[EC 60424-1.

4.1.2 Eclats et angles ébréchés sur les surfaces de contact

Les aires d'éclats figurant sur les surfaces de contact (irrégularités éclat1 et éclat1’ des
Figures 1 et 2) ne doivent pas dépasser les limites suivantes:

— l'airg cumulée des éclats doit étre inférieure a 6 % de la surface
entr¢fer ou non) de la jambe centrale;

contact (tgillée en

— la lopgueur totale d'angles ébréchés doit étre inférieure a 25 %

ﬁurface
condgernée.

4.1.3 Eclats et angles ébréchés sur les autres surfaces

Les airgs admissibles des éclats sont doublées par rappo L ives a la|surface
de contact (voir Tableau 1 pour les noyaux ETD, Tablea ' oyaux EER, Tgbleau 3
pour les noyaux EC et Tableau 4 pour les noyaux E)

de contact.

La réglg pour les angles ébréchés esKla e pourila Qfa e
Les airgs admissibles des éclats pour yh noyaudox ont résumées dans les Tablegux 1, 2,
3et4.

Les modiéles de noyaux indiqud 5 Jabfealx1 et 2 correspondent aux noyaux définis
dans I'lEEC 61185, I'lE et I'EC 62317-8.

Table@—

Modéle dem \Wfaces de contact Autres surfaces

ETD1‘$\ \ N_ <25 <5

éclats pour les noyaux ETD en mm?

<§TD}4\ \ <35 <7
NN z T
ETD3 \\/ <6 <125
ETﬁe\ > <8 <15

ETD44 <10 <20
ETD49 <12,5 <25
ETD54 <17,5 <35

ETD59 <25 < 45
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Tableau 2 — Aires admissibles d'éclats pour les noyaux EER en mm?

Modéle de noyau

Surfaces de contact

Autres surfaces

EER25,5 <25 <5
EER28 <4 <8
EER28L <4 <8
EER35 <6 <12,5
EER39 <7 <15
EER40 <8 <15
EER42 <10 [ <2q
EER49 <12,5 5

Tableau 3 — Aires admissibles d'éclats pour les oy ECQennmm

Modéle de noyau

Surfaces de contact

\ Nutre\s>surfaces

<
TRZERN

EC35 WO\ Ve
EC41 O N <125
EC52 <A \V /LY > <15
EC70 SO N\dres OV ) <25
EC90 N\ g5 <50
EC120 | (<25 > <50

$&
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Tableau 4 — Aires admissibles d'éclats pour les noyaux E en mm?2

Modéle de noyau

Surfaces de contact

Autres surfaces

E5,3/2 <05 <05
E6,3/2 <05 <05
E8/2 <05 <1
E8,3/4 <05 <1
E8,8/2 <05 <1
E10/3 <1 <15

E410 2/58 1 ~ 1\R
E13/4 <1 /\\ <2
E13/6 <1 /\ k?\
E16/4,8 <15 \ \ <§\
E16/5 <15 \ \ <\3\)
E19/5 <15 < \ \ \< 3

E19,3/4,8 <15 I\ \ <3
E20/6 <2 ( (7 \/ <4
E25/7 <ﬁ£ \\// S <7

E25,4/6 &5‘ \ \ )\/ <5
E25,4/6,3 A <\KA\ <5
E30/11 ( <7 > <14
E32/9 /\ /\\ <§§ X <10
E33/13 N N . <7 <14
E34,6/9 L \ <6 <10
E35<0 > z <6 <12,5
e40111 NN <6 <125
E41/1\é \ ] <10 <20
32/4’2/\1{ \ \ <12,5 <25
E\;\z/zc\)\\ \ <15 <30
Mﬁ\ > <15 <30
EB/15 \ <12,5 <25
E55/21 <20 <40
E55/25 25 50
E60/16 <15 <30
E65/27 <30 <60
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Surfaces de contact

Eclat1’

/ -+—— Eclat2

Eclat1

Angles
ébréchés
IEC

Figure 1 — Localisation des éclats sur, R et EC

Surfaces de contact Eclat1

Q -«+— Eclat2

Angles
ébréchés

IEC

Figure 2 — Localisation des éclats sur les noyaux E

Les surfaces et longueurs de référence pour le contréle visuel sont données dans le
Tableau 5.
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Tableau 5 — Surfaces et longueurs de référence pour le contréle visuel

Surface | A B c D E Echelle A B Cc D E

05mm’ | e | w = | = | x 125mm’| @ | I | wm | e A

1,0 mm2 ° [ ] - - L . > ‘ . - — k

| B X
20mm” | @ | W mm == | A | 7502 O B
25mm’ | @ M | mm | == | A §§\§/

et
R, SN
40mm’ | @ | W | | — Ek \ﬁ\/
AR %;’ B A
45mm | @ X{E& L
50 mm’ ng-\%{/3 ' @ . — k
o @ —
Lailllemm—y
ARt
oo @M mm e A cor’ @) P A
oomm’| @ | I | mm e

| oo @) [ o v I
100mm | @ | I . —

5mMM m— 7,5 MM m— 10 mm

IEC
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4.2 Fissures

Les fissures sont définies dans I'lEC 60424-1.

Les limites de fissures a différents endroits du noyau montrées a la Figure 3 ou a la Figure 4

sont données dans le Tableau 6.

4.3 Bavure

La bavure est définie dans I'|EC 60424-1.

Il ne doit pas y avoir de bavure dans la zone de passage des fils du noyau.

4.4 Clollages
Les collages sont définis dans I'lEC 60424-1.

Pour les noyaux ETD, EER et EC, l'aire cumulée de collages
a 25 % de l'aire totale des surfaces inférieures.

Pour le$ noyaux E, lI'aire cumulée de collages du ndyau doik ét
totale d'yine surface latérale.

&

ieure a 25 %

inférieure

He l'aire
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